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Abstract (en)
[origin: WO8100923A1] During manufacturing of semiconductor circuits by photolithography before irradiation of the photographic lacquer (6), there
is provided a transparent coating (7) directly on the photographic lacquer. The dust particles are then fixed at a distance from the lacquer layer (6)
so that they have a lesser optical effect. By increasing the overall thickness of the layers (6 and 7) which cover the semiconductor, the probability of
occurrence of stationary waves is reduced.

Abstract (de)
Es wird vorgeschlagen, bei der Herstellung integrierter Schaltungen durch Fotolithographie vor der Belichtung des Fotolackes (6) unmittelbar
auf diesen einen ebenen, festen, lichtdurchlässigen Überzug (7) aufzubringen. Staubteilchen sammeln sich dadurch in einem Abstand von
der Lackschicht (6), in welchem sie optisch weniger wirksam sind. Durch die Erhöhung der Gesamtdicke der den eigentlichen Halbleiter (5)
bedeckenden Schicht (6 und 7) vermindert sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten stehender Wellen.
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